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Schutziiberzug fiir elektronische Baugruppen auf einer Leiterplatte, sowie Verfahren zu dessen
Herstellung.

@ Ein Schutziiberzug fiir Baugruppen (13) auf einer Lei-

terplatte (9) wird hergestellt, indem eine vorgefertigte,
zu einem Tragerband (1) vorbestimmter Dicke gewalzte
Kunststoff-Folie (16) in eine der zu schitzenden Fléche
entsprechende geometrische Form gebracht wird, z.B.
durch Ausstanzen (11) der Form, ggf. unter Freilassung
von Offnungen (10) fiir freibleibende Komponenten (14).
Die ausgestanzte Folie (16) wird auf die Leiterplatte (9)
aufgelegt und auf diese, z.B. mittels Infrarotstrahlung oder
Heissluft, aufgeschmolzen. Sie bildet auf der Leiterplatte
(9) einen genau definierten, gleichmassig dicken, praktisch
luft- und fliissigkeitsdichten Schutziiberzug tber die zu
schiitzenden Baugruppen (13). Die Herstellung lasst sich
mit sehr geringem Aufwand und besonders kurzen Taki-
zeiten und unter Wiederverwendung des anfallenden
Kunststoff-Abfalles automatisieren.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Schutzliberzug fiir
elektronische Baugruppen auf einer Leiterplatte,
welcher isolierend ausgebildet ist, sowie ein Verfah-
ren zur Herstellung eines solchen Schutzliberzuges.

Derartige Schutzliberziige sind z.B. aus der Pub-
likation von James J. Licari «Plastic Coatings for
Electronics», McGraw-Hill Book Company, New
York bekannt. Sie dienen dem Schutz elektroni-
scher Baugruppen auf Leiterplatten vor Feuchtigkeit
und anderen Umgebungseinflissen, sowie vor Ver-
schmutzungen, welche eine Korrosion gewisser
Bauteile und damit eine Anderung der Eigenschaf-
ten, sowie eine Herabsetzung des Isolationswider-
standes zwischen den Leiterbahnen der gedruckten
Schaltung oder zwischen den Anschilissen von
Bauelementen bewirken kénnten.

Bekannte Schutziiberziige dieser Art werden in
der Regel durch Tauchen, Vergiessen, Lackieren,
Aufspriinen oder Aufstreichen einer geeigneten
Kunststoff-Masse bzw. eines Kunstharzes erzeugt.
Hierbei ist nachteilig, dass sehr lange Trocken- und
Aushértezeiten erforderlich sind, dass praktisch kei-
ne gleichméssige Abdeckung mdoglich ist, dass ins-
besondere scharfe Kanten und Spitzen nur schwie-
rig hinreichend abdeckbar waren, was Mehrfachbe-
schichtungen und ein Umkehren der Leiterplatte
wihrend des Trockenvorganges nétig machte, dass
aufwendige Dosiervorrichtungen benétigt wurden,
die einen aufwendigen Unterhalt und eine hadufige
Reinigung erfordern, dass eine exakte Freisteliung
bestimmter Komponenten schwierig war, sowie
dass sich mit diesen bekannten Verfahren keine
porenfreien und hinreichend dichten Uberziige
gleichmaéssiger Dicke erzielen liessen.

Die Erfindung setzt sich die Aufgabe, die ge-
nannten Nachteile des Standes der Technik zu ver-
meiden und insbesondere einen Schutziiberzug fiir
elektronische Baugruppen der eingangs genannten
Art zu schaffen, der sich in kirzerer Zeit mit einem
einfachen Verfahren und mit unterhaltsarmen Vor-
richtungen mit gleichméassiger Schichtdicke und mit
nahezu vollsténdiger Luft- und Fliissigkeitsundurch-
lassigkeit auf allen Teilen der Leiterplatte unter ex-
akter Freistellung bestimmter Komponenten aufbrin-
gen lasst.

Das erfindungsgemasse Verfahren soll insbeson-
dere eine Automatisierung und ein Aufbringen der
Schutziiberzlige auf die Leiterplatten mit einer kur-
zen Taktfolge und damit eine rationellere Fabrikati-
on gestatten.

Der erfindungsgemésse Schutziiberzug ist da-
durch gekennzeichnet, dass er aus einer Kunststoff-
Folie aus elekirisch-isolierendem, thermoplastischem
Material besteht, deren geometrische Form der zu
schiitzenden Flache der Leiterplatte entspricht, und
die mittels Temperatureinwirkung auf die Leiterplatte
aufgeschmolzen ist, so dass sie die Leiterplatte
praktisch luftdicht und feuchtigkeitsdicht abdeckt.

Das erfindungsgemésse Verfahren zur Herstel-
jung dieses Schutziiberzuges ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einem Verfahrensschritt ein Tra-
gerband in die der zu schiitzenden Fidche der Lei-
terplatte entsprechende geometrische Form ge-
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bracht, im anschliessenden Schritt auf die Oberfl&-
che der Leiterplatte aufgebracht, und im letzten
Schritt unter Warmeeinwirkung auf die Leiterplatte
aufgeschmolzen wird.

Vorzugsweise wird das Tragerband in einem vor-
géngigen Schritt durch Ausgiessen eines geschmol-
zenen Ausgangsmaterials und Ausziehen zwischen
parallelen Walzen hergestellt. Aus dem Tragerband
wird dann die Kunststoff-Folie ausgestanzt. Das
Aufschmelzen der Kunstoff-Folie auf die Leiterplatte
im letzten Schritt erfolgt mittels Infrarot-Strahlung
oder Heissluft. Der auf diese Weise hergestelite
Schutziiberzug ist weitgehend dicht gegen Umge-
bungseinfliisse, insbesondere gegen das Eindringen
von Feuchtigkeit oder von korrosiven Gasen.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausflihrungsbeispiels und der Zeichnungen n&her
erldutert; es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer An-
lage zur Hersteliung eines Schutziiberzuges auf ei-
ner Leiterplatte mit den einzelnen Verfahrensschrit-
ten; und

Fig. 2 einen Teil der Herstellungs-Anlage von
Fig. 1 in einer schematischen Draufsicht.

Bei der in den Figuren dargestellten Anlage wird
zuerst im Verfahrensschritt A ein Triagerband 1 aus
einem geeigneten Rohmaterial hergestellt. Die flis-
sige Rohmasse 2 fliesst aus einem Extruder 3 in
den Spalt zwischen zwei auf die Erstarrungstempe-
ratur des Kunststoffes gekiihite Kiihlwalzen 4, 5, er-
starrt dort zu einer zunachst noch formbaren Foli-
enbahn 1, die mittels einer Presswalze 6 auf die
gewlinschte Foliendicke gebracht wird. Dabei kdn-
nen die Walzen durch Silikonpapier geschitzt sein.
Die Foliendicke kann dabei mittels einer Dicken-
messvorrichtung 7 und einer Regeleinrichtung 8
durch Steuerung der Presskraft der Presswalze 6
auf einen konstanten Wert geregelt werden. Nach
dem Verlassen der Presswalze kiihlt die Folienbahn
1 ab und verlésst den Anlagenteil A als kontinuierli-
ches Tragerband, welches als Ausgangsmaterial fur
den Schutziiberzug 16 dient.

Statt mit einem kontinuierlichen Hersteliverfahren
kann die Folie aber auch einzeln oder taktweise
produziert werden, indem z.B. eine bestimmte Men-
ge geschmolzenen Kunststoff-Materiales in einer
Presse abgekiihit und dabei auf eine bestimmte
Dicke gebracht wird, oder indem das geschmolzene
Ausgangsmaterial 2 auf eine Unterlage ausgegos-
sen wird. Dies kann auch kontinuierlich geschehen,
indem durch Steuerung des Materialflusses und der
Fortbewegung der Unterlage die Schichtdicke des
Tragerbandes 1 eingestellt wird.

Die Foliendicke ist so gewahlt, dass Unebenhei-
ten auf der Leiterbahn und insbesondere Lotspitzen
sicher {iberdeckt werden, ohne dass die Folie beim
Aufschmelzen aufreisst. Meist genligt dabei eine
Foliendicke von etwa 0,2-1 mm. Fir spezielle An-
wendungen, z.B. zum Schutz von Leiterplatten 8,
welche herausragende Bauteile oder scharfe Spit-
zen aufweisen, kénnen auch dickere Folien, z.B.
von mehreren Millimetern Dicke verwendet werden.

Als Kunststoff-Material wird ein thermoplastischer
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Kunststoff mit einer Erweichungstemperatur (iber
100°C oder mit einem Schmelzbereich von etwa
120-170°C verwendet, welcher beim Erstarren auf
der Leiterplatte 9 einen porenfreien und luft- und
fliissigkeitsdichten Uberzug bildet. Einerseits muss
das Material selbst schadlichen Umgebungseinfilis-
sen und der Verschmutzung widerstehen und eine
gewisse Temperaturfestigkeit ohne wesentliche Ei-
genschaftsénderungen und eine geniigende Alte-
rungsbesténdigkeit aufweisen, andererseits aber
auch mit den zu Uberziehenden Bauteilen vertrag-
lich sein und die Eigenschaften der Baugruppen
nicht unzuldssig &ndern.

Als Ausgangsmaterial hat sich als besonders vor-
teilhaft eine Variante bewdhrt, die aus einer Mi-
schung eines ersten Materiales, bestehend aus Po-
lypropylen, Hydrocarbonharz, Styrol-Butadien-Poly-
mer, Paraffinwachs und Polyethylen, und unter der
Marke «Jet-melt 3748» von 3M erhéltlich, und eines
zweiten Materiales, das aus einem Wachs mit ei-
nem erheblichen Anteil von verzweigtkettigen und
cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffen besteht und
z.B. unter der Marke «Lunarit 3286» von der
H. B. Fuller GmbH, Liineburg, zu beziehen ist.

Das im Verfahrensschritt A hergestellte Trager-
band 1 kann auf eine Rolle aufgewickelt und fiir die
weitere Verwendung bereitgehalten werden, oder
unmittelbar daran anschliessend schrittweise in ei-
nem bestimmten Zeittakt dem folgenden Verfah-
rensschritt B zugefiihrt werden. Hier wird die Folie
1 in die der zu schiitzenden Leiterplatte 9 entspre-
chenden geometrische Form gebracht.

Dies kann durch Zuschneiden der Folie gesche-
hen, oder mit Vorteil durch Ausstanzen der &usse-
ren Form und der nétigen Offnungen 10 fiir auf der
Leiterplatte 9 freizustellende Komponenten. Dazu
kann eine takiweise arbeitende Stanzvorrichtung 11
verwendet werden, deren Stanzeinsatz bei Umstel-
lung auf andere zu schiitzende Leiterplatten leicht
gegen einen anderen Einsatz ausgetauscht werden
kann. Der Stanzabfall 12 kann hierbei problemlos
durch Einschmelzen im Extruder 3 wiederverwendet
werden, so dass keinerlei Entsorgungsprobleme
entstehen.

Im nun folgenden Verfahrensschritt G wird die
derart vorbearbeitete Folie 16 auf die bereits mit
Bauelementen bestiickie Leiterplatte 9 aufgebracht.
Zu schiitzende Baugruppen 13 werden dabei von
der Folie 16 abgedeckt, wahrend freizustellende
Komponenten 14 in die Folien-Offnungen 10 zu lie-
gen kommen.

Anschliessend wird im Verfahrensschritt D die
Folie 16 auf ihre Schmelztemperatur erhitzt und auf
die Leiterplatte 9 aufgeschmolzen. Dies kann mit
Vorteil mittels einer oberhalb der Folie 16 angeord-
neten Infrarot-Strahlungsheizung 15 erfolgen, oder
in anderer Weise, z.B. mittels Heissluft oder einem
heissen Inertgas.

Der so auf der Leiterplatte 9 gebildete Schutz-
liberzug 16 bedeckt die zu schitzenden Baugrup-
pen, insbesondere auch Unebenheiten und Spitzen
derselben, mit einer luft- und fliissigkeitsundurchlés-
sigen Schicht gleichmassiger Dicke und schiitzt sie
zuverldssig gegen Umgebungseinfliisse. Dabei sind
partielle Freistellungen z.B. fiir Schalter, Potentio-
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meter, Priifpunkte und dergl. ohne Aufwand und
Schwierigkeiten zu erreichen.

Ein solcher Schutziiberzug lasst sich zudem mit
ginem einfachen und leicht automatisierbaren Her-
stellverfahren ohne grossen Aufwand und mit kur-
zer Taktfolge, d.h. rationell und kostenglinstig in
grosser Stlckzahl produzieren.

Patentanspriiche

1. Schutziiberzug flr elektronische Baugruppen
auf einer Leiterplatte, welcher elekirisch isolierend
ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schutziiberzug aus einer Kunststoff-Folie (16) aus
elektrisch isolierendem, thermoplastischem Material
besteht, deren geometrische Form der zu schiitzen-
den Fliche der Leiterplatte (9) entspricht, und die
mittels Temperatureinwirkung auf die Leiterplatte
aufgeschmolzen ist, so dass sie die Leiterplatte
praktisch luftdicht und feuchtigkeitsdicht abdeckt.

2. Schutziiberzug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kunststoff-Folie (16) Offnun-
gen (10) fir auf der Leiterplatte (9) freizustellende
Komponenten (14) aufweist.

3. Schutziiberzug nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kunststoff-Folie
(16) eine Erweichungstemperatur von {ber 100°C
besitzt.

4. Schutzliberzug nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoff-
Folie (16) einen Schmelzbereich von 120°-170°C
besitzt.

5. Verfahren zur Herstellung des Schutziiberzu-
ges nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass in einem Verfahrensschritt (B)
ein Tragerband (1) in die der zu schiitzenden Fl&-
che der Leiterplatte (9) entsprechende geometri-
sche Form gebracht, im anschliessenden Schritt (C)
auf die Oberfliche der Leiterplatte aufgebracht, und
im letzten Schritt (D) unter Warmeeinwirkung auf
die Leiterplatte aufgeschmolzen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Tragerband (1) in einem vorgén-
gigen Schritt (A) durch Ausgiessen eines geschmol-
zenen Ausgangsmaterials (2) auf eine Unterlage
hergestelit wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trigerband (1) in einem vorgén-
gigen Schritt (A) durch Ausgiessen eines geschmol-
zenen Ausgangsmaterials (2) und Ausziehen zwi-
schen parallelen Walzen (5, 6) hergestellt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass aus dem Trégerband (1) die
Kunststoff-Folie (16) ausgestanzt wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoff-Folie
(16) im letzten Schritt (D) mittels Infrarot-
Strahlungsheizung (15) auf die Leiterplatte (9) auf-
geschmolzen wird.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunstoff-Folie
(16) im letzten Schritt (D) mittels Heissluft oder
Heissgas-Heizung auf die Leiterplatte (9) aufge-
schmolzen wird.
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